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Abstract：Cyanide gold plating process is widely used in industrial applications at present. In this pa⁃
per，research progresses of cyanide-free monovalent and trivalent gold plating are introduced. Composi⁃
tion，operating condition，gold deposition mechanism，advantage and disadvantage of cyanide-free gold
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Au（SO3）23- ⇌ Au+ + 2SO32- （3）









































S2O32- →S + SO32- （5）
在中性或酸性条件下，S2O32-也容易分解［27］：
H++ S2O32-→S+ HSO3- （6）
HSO3-+ H+→H2O + SO2 （7）
要制备稳定的硫代硫酸金镀液，必须要保证低
























































2 Au（S2O3）23-⇌（Au2S2O3）ads + S2O32- （8）
（Au2S2O3）ads + 2 e-→2Au + S2O32- （9）































































































































































































































（a） 10 mmol/L SUMO
（c） 10 mmol/L SUMO +60
ppm PEI-1800
（b） 10 mmol/L SUMO +60
ppm PEI-1800
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（Ⅲ）配位离子的阴极还原行为。金电极上Au（Ⅲ）
及茶碱-Au（Ⅲ）配位离子的伏安曲线如图 7所示。







速率 10 mV/s∶（a）氯金酸溶液（C Au（III）= 2.43 mmol/
L）；（b）氯金酸与茶碱混合溶液（C Au（III）= 2.43 mmol/
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Au（Ⅲ）= 0.12 mmol/L，CTHP = 0.24 mmol/L）；（d）摩尔比
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Au（Ⅲ）= 0.12 mmol/L，CTHP = 0.48
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